
Innovation & Quality
Design for Laser Depaneling 

InnovatIve SolutIonS for electronIc ManufacturIng

auflage 3.0
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> ALLGEMEIN
Das laser depaneling gewährt dem Entwickler von Leiterplatten die 

größte mögliche Flexibilität. So können z.B. Komponenten über die Schnitt-
kante hinausragen (Anschlusspins, Stecker, etc.). Dank des kontaktlosen 
Trennens kann das Vereinzeln ohne besondere Rücksicht auf Störkontu-
ren (bestückte Komponenten) erfolgen.

Zur Optimierung der Leiterplatte, insbesondere im Hinblick auf Zyklus-
zeiten und zur Reduzierung der Entwicklungskosten kann es sich dennoch 
als nützlich erweisen, möglichst während der Entwicklungsphase der Lei-
terplatte und des Nutzens die hier aufgeführten Hinweise zu beachten.

> KEY RULES
01. Abstände und Maße der randnahen Komponenten
02. Entwurf und Geometrie des Leiterplatten-Nutzens
03. Position der Verbindungsstege
04. Gestaltung der Verbindungsstege

> MATERIALSTÄRKE UND TYP 
Beim laser depaneling können Material-

stärken bis zu 3 mm getrennt werden. Je-
doch sollte die Leiterplattendicke auf ein Mini-
mum reduziert werden, um die Zykluszeiten so gering 
wie möglich und die Schnittqualität so hoch wie möglich zu 
halten. So zeigen Versuche, dass man z.B. bei FR4 bei einer Material-
stärke von bis zu 1,6 mm die besten Ergebnisse erhält.

Das gewählte Material (FR4 oder CEM) beeinflusst die Schnittqualität. Im Applikationslabor von 
Osai A.S. können Vorabtests erfolgen, um die Eigenschaften und die Eignung des gewählten Mate-
rials für das Laserschneiden zu bewerten.

01. ABSTÄNDE UND MASSE DER RANDNAHEN KOMPONENTEN 
Die Möglichkeit, die Leiterplatte von beiden Seiten zu trennen gewährleistet, die maximale Designfreiheit.
Um allerdings ein evtl. notwendiges Drehen des Nutzens in z.B. einer Fertigunslinie zu vermeiden, kann es sich als 
nützlich erweisen, die Geometrie des Schneidkopfes zu beachten.

Z
EI

C
H

N
U

N
G

 IM
 M

A
S

S
S

TA
B

  1
:1

Zur Berechnung des ABstAnds X wird ein 
Kegel mit einem spitZenwinKel von 30° mit 
der spitZe Auf die schnittKAnte der plAtine 
gelegt. der mAx. Aussendurchmesser des 
Kegels Beträgt 20 mm, d.h. AB hier wird der 

schneidKopf Zylindrisch. 
die mAntelfläche des Kegels giBt die mAx. 
störKontur des schneidKopfes und somit den 

mindestABstAnd für die Komponenten Auf der 
plAtinenoBerseite An.

PCB

Komponenten

Kamera

Verbindungssteg

max. Durchmesser 
20 mm

Düsenspitze des Schneidkopfes 30°

Luft / Gas Anschluss 

Laserfokus

verbIndungSSteg feIn 1MMPerforIert / brIefMarke 2MM verbIndungSSteg MIttel 2-3MM v-cutPerforIert / brIefMarke 1MM vollSchnItt

04. GESTALTUNG DER VERBINDUNGSSTEGE
die Reihenfolge der Schnittqualitäten abhängig von der Geometrie der Anbindungspunkte sind wie folgt:

PROBLEMLÖSUNG

ProbleM: anSchluSS unter deM verbIndungSSteg

löSung: laServorSchnItt deS verbIndungSStegS

ProbleM: verbIndungSkabel über deM v-cut

löSung: laServorSchnItt deS v-cut

ProbleM: SPezIelle PlatInenforMen

löSung: eInfache SchnIttfläche

Zentrier- und AufnAhmeplAtte der plAtine, Angefertigt nAch den 
AngABen für dAs Zu BeArBeitende produKt. die Zentrierstifte dienen 
der positionierung der plAtinen und/oder des Blisters. Bei der ver-
wendung von Blistern sind ZusätZlich AushuBstempel Zum AnheBen 
der plAtine vorhAnden.
unterhAlB ist eine cutting Box instAlliert, um den rAuch und die 
schnittreste ABZusAugen.

Gesamter Arbeitsbereich bei Systemen  
mit Leiterplattentransport

02. ENTWURF UND GEOMETRIE DES    
 LEITERPLATTEN-NUTZENS
Gesamter Arbeitsbereich 

bei Systemen
mit Einzelkassette

(Schnittbereich 400x345)

Gesamter Arbeitsbereich 
bei Systemen 

mit Doppelkassette
(Schnittbereich 194x345)

03. POSITION DER VERBINDUNGSSTEGE

lAserschnittprofil von fr4, 
1,6 mm dicK



OSAI A.S. S.p.A. - Via Cartiera, 4 - 10010 Parella (TO) - ITALY 
Tel: +39 0125 66.83.11  Fax:+39 0125 66.83.01

www.osai-as.com  -  info@osai-as.it

Kontaktieren Sie Osai für die Online-Prüfung Ihrer entwickelten Leiterplatte 
Senden Sie für eine schnelle und kostenfreie Unterstützung die CAD-Datei der zu kontrollierenden Platine per E-Mail an: 

application-support@osai-as.it
Der Service antwortet nach kurzer Zeit und weist auf eventuelle Probleme und/oder Verbesserungen hin


